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Abstract (en)
Integrated semiconductor chip has one or more leads (Z) to one or more external terminals of a supply voltage. At least one of the leads (Z) has
a value of resistance sufficiently large to suppress voltage fluctuations at an internal terminal (C) of the respective lead (Z) which are caused by
current pulses on the lead (Z). The value of resistance is small enough through to cause only a given maximum permissible voltage drop on the
respective lead (Z) at a maximum current (Imax). The resistance value (Rd) of the respective lead (Z) is made such that the respective lead (Z) can
be made of a material having a corresponding resistivity.

Abstract (de)
An den Zuleitungen (Z) eines integrierten Halbleiterchips, die eine Verbindung zu externen Anschlissen einer Versorgungsspannung herstellen,
kdnnen durch hoch getaktete Stromimpulse Potentialschwankungen bis hin zu Resonanzschwingungen an einem internen Anschluf3 der jeweiligen
Zuleitung (Z) angeregt werden. Zur Dampfung dieser Potentialschwankungen wird fiir eine oder mehrere Zuleitungen (Z) ein Widerstandswert (RD)
vorgegeben, der gro3 genug ist, diese Potentialschwankungen zu ddmpfen, jedoch klein genug ist, um auf der jeweiligen Zuleitung (Z) nur einen
vorgegebenen maximal zuldssigen Spannungsabfall zu verursachen. Der jeweilige Widerstand (RD) kann durch Verwendung eines Materials mit
einem entsprechenden spezifischen Widerstand oder durch Verkleinerung des Leiterquerschnitts (q) mit einer Einkerbung (K) entlang der Zuleitung
(2) erzielt werden. <IMAGE>
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